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(57) Abstract: Method for manufacturing a module (2) for a chip card (1), wherein a polymer material (13) comprising conductive
particles is deposited in two connection wells (12) or on two conductive tracks which are formed from a conductive sheet arranged at
the rear face of the module (2). After being deposited, this polymer material (13) forms, at the rear face, an excess thickness which
comes, during the insertion of the module (2), into contact with the ends of an antenna (10). Between the manufacture of the modules
(2) and their insertion, the modules are arranged on a band which can be rolled up for storage.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un module (2) de carte a puce (1) dans lequel un matériau polymere (13) comprenant des parti-
cules conductrices est déposé dans deux puits de connexion (12) ou sur deux plages conductrices formées dans un feuillet conducteur
disposé€ en face arriere du module (2). Ce matériau polymere (13) forme apres dépot une surépaisseur en face arriere qui vient, lors
de l'encartage du module (2), au contact des extrémités d'une antenne (10). Entre la fabrication des modules (2) et leur encartage, les
modules sont disposés sur une bande qui peut étre enroulée sur elle-méme en vue de son stockage.
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